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요약

내용없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

칩 테스트 방법 및 테스트 시스템

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 따른 테스트 시스템(test-system)의 설비도.

제2도는 본 발명의 테스트 시스템의 탐침부(probe station)에 대한 구조를 개략적으로 도시한 투시도.

제3a, b, c도는 탐침 및 테스트될 웨이퍼상에 있는 칩의 대응 패드를 확대하여 개략적으로 보여주며 또
한 일부 패드들에 대한 변형을 보여주는 도면.

제4도는 본 발명의 바람직한 한 실시예를 보여주는 흐름도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

10 : 테스트 시스템                11 : 제어기

13 : 테스트 수단                   14 : 탐침부

17 : 웨이퍼 홀더                   18 : 탐침

19 : 테스트 헤드                   20 : 반도체 웨이퍼

21 : 칩                                 21 : 패드

[발명의 상세한 설명]

[발명의 분야]

본 발명은 반도체 칩을 테스트하는 방법에 관련된 것이며, 또한 웨이퍼 또는 인쇄 회로 기판(printed 
circuit board)상에 배열된 칩 위에 놓인 패드들에 접촉하기 위한 다수의 탐침(probe)이 제공되는 테스
트 헤드를 구비한 테스트 시스템에 관련된다.
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[발명의 배경]

일반적으로 집적 회로 같은 마이크로 회로는, 통상 웨이퍼라 불리며 다수의 마이크로 회로 또는 칩을 그 
위에 갖는 얇은 반도체 조각(semiconductor slices)으로부터 제조된다. 통상적으로 각 웨이퍼는 같은 유
형의 마이크로 회로가 동일하게 반복되는 다수의 매트릭스(multiple of identical repeating matrices)
를 포함한다. 통상적으로는 최종 처리 및 캡슐화하기 전에, 웨이퍼를 절단(dicing)하여 필요한 개개의 
칩들로 분리하기에 앞서 각 칩을 데스트한다. 대개 각 칩은 인접 회로 유닛에 대해 소정의 정밀한 관계
를 가지고 위치되기 때문에, 칩들을 자동으로 각각 테스트하는 것이 가능하다. 다수의 탐침은 웨이퍼상
에 있는 테스트되어질 칩의 사전에 선택된 각 접촉 패드(contact pad)에 정확히 위치되어야만 한다. 대
개, 상기 테스트는 상기 칩의 입력 단자에 신호를 인가하고 상기 칩의 출력 단자로부터의 값을 수집함으
로써 수행된다.

신뢰할만한 테스트를 하기 위해서는 이 테스트 과정에 있어서 극복해야 될 몇가지 장애가 있다. 웨이퍼
상의 칩의 접촉 패드가 갖는 상대적인 높이는 패드마다 상당히 다를 수 있기 때문에, 종래에는 패드에 
적절히 접촉하기 위해 기계적으로 유연한 특성의 전극을 갖는 테스트 탐침이 채택되어 왔다. 상기 칩 패
드가 웨이퍼의 표면에 대한 상대적 높이에 있어 상당한 치수 공차(dimensional tolerance)를 갖는 곳마
다, 테스트 헤드에 통합되어진 상기 탐침의 탄성(resiliency)이 이러한 차이를 보상해야 한다. 그러나, 
탐침 자체도 상기 테스트 헤드에 대해 상대적으로 길이 오차를 갖기 때문에, 탐침의 탄성이 상기 패드의 
상기 치수 공차를 보상하기에 충분하지 않을 경우에 문제가 발생한다.

상대적으로 짧은 탐침이 상대적으로 평평한 패드를 접촉해야 하는 경우, 상기 탐침과 패드 사이에는 오
픈부(open)가  있을  수  있다.  테스트되어야  할  칩내에  있는  실제  오픈과  상기  탐침과  패드  사이의 
의사적(pseudo) 오픈을 구별하는 것은 불가능하기에, 상기 테스트 절차의 결과가 틀리게 되어 실제로는 
양호한 칩이 동작하지 못하는 칩으로 해석된다.

이것은 명백히 수율(yield)의 저하를 초래한다. 이런 종류의 테스트 시스템은 예를들어 IBM 사에서 1979
년 12월에 발간한 Technical Disclosure Bulletin vo1.22, No.7 2824-2826 페이지, IBM 사에서 1983년 6
월에 발간한 Technical Disclosure Bulletin vo1.26, No.1 251 페이지, 유럽 특허 EP-B-0 130 350, EP-
A-0 331 163, EP-A-0 256 541과 EP-A-0 343 021에 기술되어 있으며, 이들에는 서로 다른 종류의 탄성 탐
침 구조가 도시되어 있다.

상기  테스트의  신뢰도를  높이기  위해,  압전  소자(piezo  eletric  member)를  갖는  유연성  있는 
탐침(flexible probe)이 미국 특허 제4,951,370호에 기술되어 있다. 압전 소자가 제대로 동작하도록 충
분한 힘이 탐침 끝에 가해질 때 압전 소자에 의해 전기 신호가 발생된다. 상기 신호는 탐침과 패드의 기
계적인 접촉이 이루어졌는지 여부를 표시하는 역할을 한다. 상기 제어 신호는 또한 스크럽-인(scrub-in)
이라 불리는 기술을 위한 상기 특허 명세서의 가르침에 따라 사용된다.

탐침의 끝(tip)이 패드와 접촉한 후에는, 패드 위의 산화층을 관통하고 상기 칩과 양호한 전기 접촉을 
이루기 위해서 탐침을 향해 웨이퍼 홀더를 조금 더 움직일 필요가 있다. 그러나 상기 특허의 가르침에 
따르면 특별한 압전 탐침이 사용되어야만 하며 전술한 문제점에 대한 해결책은 제공되지 않았기에, 상대
적으로 짧은 탐침이 상대적으로 평평한 패드에 접촉되어야 할 경우 상기 칩에는 실제로 오픈이 존재하지 
않음에도 불구하고 칩내에 오픈이 있는 것으로 표시된다.

[발명의 요약]

본 발명에 따르면 다수의 접촉 패드를 구비한 칩을 테스트하는 방법이 공개되는데, 상기 칩은 다수의 테
스트 탐침이 제공된 테스트 헤드를 구비한 테스트 시스템에 의해서 테스트되며, 상기 테스트 방법은 다
음과 같은 단계들을 포함한다 :

a) 상기 테스트 헤드 및 상기 칩을 서로를 향해 소정의 최대 길이보다 작은 거리만큼 이동시키는 단계
와,

b) 상기 탐침을 통해 전기적 테스트를 수행함으로써 적어도 하나의 탐침과 상기 접촉 패드들중 대응하는 
한 패드 사이의 전기적 접촉의 부재를 표시하는 소정의 전기적 결과를 얻기 위함으로써 상기 탐침과 상
기 접촉 패드 사이의 접촉의 여부를 결정하는 단계와,

c) 상기 전기적 테스트가 상기 소정의 전기적 결과를 더이상 생성하지 않을 때까지, 상기 접촉 패드를 
포함하는 평면에 실질적으로 평행한 평면내에서 상기 테스트 헤드 또는 상기 접촉 패드를 진동시키면서 
상기 단계 a) 및 b)를 반복하고, 이에 따라 상기 모든 테스트 탐침 및 이들의 각 접촉 패드간에 전기적 
접촉이 얻어짐을 표시하는 단계.

더욱 특별히, 본 발명은 웨이퍼 혹은 인쇄 회로 기판상의 집적 회로와 같은 칩을 테스트하기 위한 테스
트 시스템을 제공한다.

본 발명에 다른 해결책은 C4-볼(bal1)과 같은 통상의 접촉 패드가 그들의 물성(material properties)때
문에 상대적으로 쉽게 변형될 수 있는 사실을 이용한다. 대개, 접촉 패드를 유연하게 변형하기 위한 웨
이퍼의 가열은 필요하지 않다.

만약 하나의 칩상에서 실행되는 전기적 테스트가 상기 칩내에서의 "오픈"과 같은 특정한 결과를 보여준
다면, 이것은 상기 회로내의 실제 오픈때문일 수도 있다. 그러나, 이것은 테스트 헤드의 탐침과 그에 대
응하는 패드 사이의 의사 오픈때문일 수도 있다. 만약 탐침과 이에 대응되는 패드 사이의 모든 전기적 
접촉이 적절히 이루어진다면 칩의 전기적 테스트는 올바르게만 수행될 것이다. 대부분의 경우에, 상기 
탐침을 접촉 패드에 대해 눌러 상기 패드상의 산화층을 관통하도록 상기 테스트 헤드가 일정한 거리만큼 
그것의 시작 위치로부터 접촉 패드를 향해 이동된다면, 모든 접촉은 올바르게 될 것이다. 그러나 탐침과 
패드의 공차때문에, 상대적으로 짧은 탐침은 상대적으로 작은 수직으로 연장부를 가진 평평한 패드와 접
촉하지 않을 통계적 확률이 존재한다. 이런 경우에, 상기의 탐침-패드 쌍을 제외하고는 모든 접촉이 올
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바르게 된다. 따라서, 상기 칩의 전기적 테스트 결과는 "오픈"상태를 나타낼 것이다. 종래 기술의 테스
트 시스템에서는 "오픈"이 회로내의 실제 오픈인지 또는 의사 오픈인지를 결정할 수가 없다. 결과적으
로, 종래 기술의 테스트 시스템에서 "오픈"은 항상 칩내의 오픈으로 해석되었고 그에 따라 양호한 칩이 
결점있는 칩으로 자동적으로 해석되어 수율의 감소를 초래한다.

본 발명에 따른 해결책은 대응하는 탐침과 기계적으로 이미 접촉하고 있는 접촉 패드를 변형함으로써 종
래 기술의 결점을 극복하였다. 이것은 채택된 테스트 시스템의 기계적인 구조에 따라서 접촉 패드를 향
해 테스트 헤드를 더 이동시키거나 테스트 헤드를 향해 접촉 패드를 이동시킴으로써 수행된다. 상기의 
추가적인 이동에 의해 보다 증가된 압력이 이미 접촉되어 있는 패드에 인가된다. 상기 패드가 변형되어, 
아직 접촉되지 않은 상기 탐침-패드 쌍도 더욱 가까이 접촉된다. 만약 전기적 테스트가 반복되고 다시한
번 같은 결과인 "오픈"을 나타낸다면, 상기 동작이 두번째로 반복되어 탐침과 이미 접촉하고 있는 접촉 
패드를 더욱 더 변형시킨다. 만약 상기 절차를 여러번 반복하고 테스트 헤드 또는 탐침을 서로를 향해 
소정의 최대 길이만큼 이동시킨 후에도 여전히 테스트 결과가 같다면 상기 칩은 결점이 있는 것으로 간
주된다.

바람직하기로는 상기 전기적 테스트를 반복하기 전에, 상기 칩의 패드를 포함하는 평면에 실질적으로 평
행한 평면에서 상기 테스트 헤드 또는 탐침이 상대적으로 서로 이동하거나 진동해야 한다. 상기 단계는 
테스트 헤드 또는 패드에 의해 일정한 커브 형태가 그려지도록 수행된다. 선이 그어질 커브 형태는 예를
들어 직선, 원 또는 타원일 수 있다. 또한, 상기의 이동 또는 진동의 단계는 바람직하기로는 패드 직경
의 약 절반정도의 소정 진폭으로 수행된다. 이것은 패드에 전단력(shearing force)을 인가하여 패드의 
유연한 변형이 추가적으로 일어난다. 대안적으로, 패드를 변형하기 위해 탐침은 초음파의 음원에 의해 
진동되게 할 수 있다.

바람직하기로, 초음파 음원의 주파수는 탐침의 공진 주파수에 대응하도록 선택된다. 칩을 포함하는 웨이
퍼는 정상적으로 표면 뒤틀림(surface warpage)을 보인다. 본 발명의 방법은 상기의 패드의 적응적 변형
에 의해 상기 표면 뒤틀림을 보상하는 효과도 제공한다. 더 나아가 본 발명의 가르침에 따라 작동되는 
테스트 시스템은 기계적인 응력(mechanical stressing)을 덜 받는 장점이 있다. 이것은 무엇보다도 테스
트 헤드나 패드가 소정의 최대 길이보다 더 작은 거리만큼 서로를 향해 움직인다는 사실때문이다. 테스
트 헤드와 탐침위에 가해질 최대 압력에 상응하는 최대 길이가 도달되는 것은 드문 일이다. 상기 테스트 
과정 동안에, 대응하는 패드와 기계적으로 접촉하는 패드는 테스트 루프의 반복에 의해 유연하게 변형되
어 결국 점점 더 평평하게 된다. 이렇듯, 패드상에 가해진 압력은 테스트 헤드 및 접촉 패드가 더욱 가
까워짐에 따라 선형으로 증가하지 않는다. 그러므로 최대 길이는 더 길어질 수 있으며, 또는 대안적으로 
테스트 헤드와 패드 사이의 최소 길이는 최대로 허용가능한 압력을 초과하지 않고도 더 짧아질 수 있다. 
상기 반복되는 절차는 상대적으로 낮은 압력에 상응하는 더 작은 길이로 시작할 수 있다.

[발명의 상세한 설명]

본 발명의 전술한 목적 및 기타 목적들은 본 발명의 실시예를 보여주는 후술하는 상세한 설명으로부터 
명백해질 것이다.

제1도를 참조하면 테스트 시스템(10)이 도시되어 있다. 테스트 시스템은 통상 데스크 탑 컴퓨터(desk 
top computer)인 제어기(11), 인터페이싱 전기 버스(interfacing electrical bus)(12), 탐침부로 운반되
는  전압과  측정  전류를  발생하고  감지하는  테스트  수단(13)을  포함하고,  상기  테스트  수단은  전기 
버스(15)를 통해 탐침부(14)로 연결되고 제2도에 도시된 테스트 헤드(19)에 연결된다. 상기 제어기(11)
는  탐침부(14)에서  웨이퍼  홀더(17)의  이동을  제어하며  탐침(18)의  매트릭스를  포함하는  테스트 
헤드(19)의 이동을 제어한다.

더욱이, 상기 제어기(11)는 테스트 수단(13)을 제어하여 적절한 전류 또는 전압이 선택된 탐침(18)으로 
인가되도록 한다. 응답 전류 또는 전압은 적절한 프로그램 또는 링크된 프로그램을 포함하는 테스트 수
단에 의해 측정된다.

제2도는 탐침부를 더욱 상세히 도시한다. 상기 탐침부는 웨이퍼 홀더(7) 및 탐침(18)의 매트릭스를 포함
하는  테스트  헤드(19)로  이루어진다.  웨이퍼  홀더(17)는  x-y  평면에서  이동하며,  반면에  테스트 
헤드(19)는 도면에 도시되지는 않았으나 바람직하기로는 스텝퍼 모터(stepper moter)를 포함하는 위치 
지정 수단에 의해 Z-방향을 따라 이동한다. 반도체 웨이퍼(20)가 웨이퍼 홀더(17)상에 장착될때 테스트-
시스템은 웨이퍼(20)상에서 제조된 칩(21) 위에 패드(22) 및 테스트 헤드(19)의 탐침(18)을 정렬시키기 
위해 제공되는 자유도(degree of freedom)를 이용한다.

제3a도를 참조하면, 패드(22)와 접촉하게 된 한 세트의 탐침(18)이 도시된다. 본 발명의 바람직한 실시
예에서 탐침(18)은 소위 "코브라 탐침(cobra probe)"으로 현재 통상적으로 사용되는 것으로, 예를 들어 
1983년 6월에 발간된 Technical Disclosure Bulletion vo1.26 No.1 251 페이지에 기술되어 있다. 상기 
경우의 탐침 직경은 약 0.10㎜이다. 상기 특정한 실시예에서, 패드(22)는 약 0.150㎜의 직경을 갖는 C4-
볼로 구현된다. C4(Controlled Collapse Chip Connection) 기술은 본 기술 분야에서 널리 사용되며 예를 
들어  투말라(Tummala)와  리마스제브스키(Rymaszewski)가  저술하고  뉴욕  밴  노스트랜드  레인홀드(Van 
Nostrand Reinhold)사가 펴낸 책 "Microelectronics Packaging Handbook"의 1989년판 6.3장 366-391 페
이지에 기술되어 있다. 도면에 도시된 C-4 볼(22)은 웨이퍼(20)상에 제조된 칩(21)에 포함된다. 한개 칩
에 포함되는 C4-볼(22)의 수는 현재 수백개(대개 300 내지 600개)이며 칩 기술의 발달에 따라 증가될 것
이다. 또한 제3a도에서는 패드의 크기 및 탐침의 길이가 어느 정도의 허용 공차를 가져, 일반적으로 정
확하게 길이 1n과 크기 Mn을 각각 갖는 것이 아님이 도시되어 있다.

제4도를 참조하면 본 발명에 의한 방법의 바람직한 실시예가 더욱 상세히 기술된다. 테스트 시스템의 초
기화 단계인 단계 1에서, 테스트 헤드는 제3도에 도시된 바와같이 웨이퍼 홀더(17)위 거리 △Z인 자신의 
시작 위치로부터 상기 접촉 패드(22)를 향해 제1거리(△Z1)로 이동한다. 상기 제1거리(△Z1)은 소정의 
최대 길이(△zmax) 보다 더 작으며 시스템이 손상되지 않도록 하기 위해서 상기 최대 길이(△zmax)는 어
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떠한 경우에도 초과되지 않아야 한다.

단계 2에서는 칩(21)의 전기적 테스트가 테스트 수단(13)에 의해 탐침을 통해 실행된다. 공차(제3a도의 
패드 22.2 참조)때문에 단계 1을 수행한 후에도 여러 탐침(18)과 대응 패드(22) 사이에는 여전히 오픈이 
있기에 테스트 결과는 "오픈"을 나타낸다. 이것은 단계 3, 4, 5로 이루어진 서브루틴 VIBRA를 초기화한
다. 단계 3에서 제어기(11)는 웨이퍼 홀더(17)의 스테퍼 모터를 제어하여, 탐침에 대해 이미 기계적으로 
압력받은 패드(22.1,  22.3)를 유연하게 변형하기 위한 목적으로 웨이퍼상의 패드가 y 방향으로 길이 
-△y와 +△y만큼 앞뒤로 한번 또는 여러번 움직인다. 상기 변형의 결과는 제3b도에 개략적으로 도시된
다.

단계 4에서, 제어기(11)는 테스트 헤드의 스테퍼 모터로 하여금 테스트 헤드를 패드(22)를 향해 추가적
으로 더 작은 거리(△Z2)만큼 움직이도록 제어한다. 단계 5에서, 상기 전기적 테스트가 새롭게 실행된
다. 단계 5에서의 테스트가 같은 결과(즉 "오픈")를 보여주는 한 상기 단계 3, 4, 5가 반복되어, 테스트 
헤드(19)로 하여금 패드에 더욱 더 가깝게 되도록 한다. 반복되는 각 테스트 후에 되도록이면 △Z2는 작
은 값만큼 감소된다. 만약 여러번 반복된 후에 모든 탐침-패드 접촉이 알맞게 되고 칩(21)이 양호한 것
으로 판별되며 단계(5)는 "OK"라는 결과를 보여줄 것이다.

그리하여 단계 2에서 검출된 초기 오픈이 칩(21)에서의 진짜 오픈이 아니고 적어도 한개의 탐침(18)과 
한개 패드(22) 사이의 의사 오픈인 것이 명백하다. 상기 반복된 변형의 마지막 결과가 제3c도에 도시된
다.

단계 3, 4, 5를 여러번 반복한 후에 만약 상기 최대 길이 △zmax가 도달되고 단계 5의 테스트는 여전히 
같은 결과("오픈")를 가르킨다면, 상기 오픈은 탐침과 패드 사이의 잘못된 접촉에 의한 것이 아니라 칩
이 잘못된 것으로 해석된다.

단계 1에서 모든 접촉이 알맞게 되고 테스트 결과가 "OK" 또는 "양호한 칩"이 되는 경우에는 칩 생산시 
상기 단계에서의 칩(21)의 테스트가 끝나고, 같은 웨이퍼(17)상의 첫번째 칩(21)에 인접한 제2칩(21)에 
대해 시스템은 단계 1의 테스트를 다시 시작한다.

본 기술 분야의 당업자라면 상기 접촉 패드(22)들의 일부에 대한 상당한 변형은 단계 3 및 4의 반복에 
의한 결과로 일어나며(제3b도에 패드 22.1과 22.3 참조) 패드(22) 및 탐침(18)간의 공차를 보상함을 쉽
게 알 것이다. 상기 변형은 용접 이상으로 C4-볼을 가열하거나 "환류(re-flow)"시키는 과정에 의해 원상 
복귀될 수 있다. 비록 본 발명의 상기 바람직한 실시예는 웨이퍼 테스트를 참조하여 설명되었으나 본 발
명은 웨이퍼에만 한정되지는 않는다. 특히 본 발명은 인쇄 회로 기판이나 그와 유사한 것의 테스트에도 
사용될 수 있는데, 이는 인쇄 회로 기판도 테스트 목적으로 많은 수의 접촉점을 가질 수 있기 때문이다.

본 명세서에서는 단지 몇개의 예시적 실시예만이 상세하게 설명되었으나, 본 기술 분야의 당업자에게는 
첨부된 특허청구범위에 의해 정의되는 본 발명의 범위를 벗어나지 않는 다른 변형들이 가능함은 명백하
다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

다수의 테스트 탐침(test probe)을 가진 테스트 헤드를 구비한 테스트 시스템에 의해 테스트되며 다수의 
접촉 패드(contact pad)를 가지는 칩을 테스트하는 방법으로서, a) 상기 테스트 헤드 및 상기 칩을 소정
의 최대 길이 보다 작은 거리만큼 서로를 향해 이동시키는 단계와, b) 상기 탐침을 통해 전기적 테스트
를 수행함으로써 상기 탐침물중 적어도 하나와 상기 접촉 패드들중 대응하는 하나와의 사이에 전기적 접
촉이 없음을 표시하는 소정의 전기적 결과를 얻음으로써 상기 탐침과 상기 접촉 패드간의 접촉의 여부를 
판별하는 단계와, c) 상기 접촉 패드들을 포함하는 평면에 실질적으로 평행한 평면내에 있는 상기 접촉 
패드 및 상기 테스트 헤드중 하나를 진동시키면서, 상기 전기적 테스트가 상기 소정의 전기적 결과를 더
이상 낳지 않도록 하기 위해 요구되는 선택된 접촉 패드를 비파괴적으로 변형시기고 이에 따라 모든 상
기 탐침들 및 그들의 각 접촉 패드 사이에 전기적 접촉이 얻어짐을 표시하도록 상기 단계 a) 및 b)를 반
복하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 칩 테스트 방법.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 단계 c)에서 상기 테스트 헤드는 제2의 더 작은 소정의 길이의 거리만큼 반복적으
로 이동하는 것을 특징으로 하는 칩 테스트 방법.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 단계 a) 및 b)의 상기 연속된 반복 동안 상기 제2의 소정 길이는 계속적으로 감소
되는 것을 특징으로 하는 칩 테스트 방법.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 테스트 헤드 또는 접촉 패드의 상기 진동은 상기 접촉 패드들 중 하나의 대략 절
반 크기의 소정 진폭으로 수행되는 것을 특징으로 하는 칩 테스트 방법.

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 진동은 상기 탐침의 공진 주파수에 실질적으로 대응하는 주파수를 가진 초음파 음
원(ultrasonic source)에 응답하는 것을 특징으로 하는 칩 테스트 방법.

청구항 6 
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제1항에 있어서, 상기 단계 c)에서 수행되는 상기 전기적 테스트는 상기 칩이 동작 가능함(operable)을 
표시하는 다른 전기적 결과를 낳는 것을 특징으로 하는 칩 테스트 방법.

청구항 7 

제1항에 있어서, 상기 단계 c)에 있어서 상기 테스트 헤드 및 상기 칩을 서로를 향해 이동시키는 것은 
상기 소정의 최대 길이에 따라서 상기 칩이 결함이 있음을(defective) 표시할때까지 계속되는 것을 특징
으로 하는 칩 테스트 방법.

청구항 8 

제1항에 있어서, 상기 소정의 최대 길이는 상기 탐침 및 상기 테스트 헤드상에 가해지는 최대 압력에 대
응하는 것을 특징으로 하는 칩 테스트 방법.

청구항 9 

제1항에 있어서, 상기 전기적 테스트의 결과는 결함있는 칩의 존재를 표시하기 위해서 데이타 처리 시스
템내에 저장되는 것을 특징으로 하는 칩 테스트 방법.

청구항 10 

다수의 접촉 패드를 구비한 칩을 테스트하기 위한 테스트 시스템에 있어서, 다수의 탐침이 제공되며 진
동 수단에 연결되어 있는 테스트 헤드와, 상기 탐침이 상기 칩의 상기 접촉 패드에 각각 접촉하도록 상
기 테스트 헤드를 위치 지정하기 위해 상기 테스트 헤드에 부착되어 있는 위치 지정 수단과, 상기 칩을 
테스트하기 위해 상기 테스트 헤드에 연결된 테스트 수단과, 상기 위치 지정 수단을 제어하기 위해 상기 
위치 지정 수단에 연결된 제어 수단을 포함하는 테스트 시스템으로서, 상기 제어 수단은 상기 테스트 헤
드 및 상기 칩을 소정의 최대 길이보다 작은 거리만큼 서로를 향하여 이동시키며, 상기 진동 수단은 상
기 접촉 패드를 포함하는 평면에 실질적으로 평행한 평면내에 있는 상기 탐침들 및 상기 테스트 헤드중 
하나를 진동시키며, 상기 제어 수단 및 상기 진동 수단은 선택된 접촉 패드를 비파괴적으로 변형시키며, 
상기 테스트 수단은 모든 상기 탐침들과 이들의 각 접촉 패드 사이에 전기적 접촉의 여부를 결정하는 소
정의 전기적 결과를 낳는 전기적 테스트를 수행하는 것을 특징으로 하는 테스트 시스템.

청구항 11 

제10항에 있어서, 상기 칩의 패드들을 포함하는 평면에 실질적으로 평행한 한 평면내에 상기 테스트 헤
드를 위치 지정시키기 위한 제l위치 지정 수단과, 상기 칩의 패드들을 포함하는 평면에 실질적으로 수직
인 방향으로 상기 테스트 헤드를 이동시키기 위한 제2위치 지정 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 테
스트 시스템.

청구항 12 

제1항에 있어서, d) 상기 패드들을 원래의 모양으로 복구시키기 위해 상기 칩에 대한 테스트가 종료되자
마자 상기 접촉 패드를 환류(reflow)시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 칩 테스트 방법.

청구항 13 

제1항에 있어서, d) 상기 패드들을 원래의 모양으로 복구시키기 위해 상기 칩에 대한 테스트가 종료되자
마자 상기 접촉 패드들을 그들의 융점(melting point) 이상으로 가열하는 단계를 더 포함하는 것을 특징
으로 하는 칩 테스트 방법.
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